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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の溝を有する導光板と、
　前記第１の溝に配置され、基板、及び前記基板上に配列された少なくとも一つの光源を
含む光源モジュールと、
　前記第１の溝に対応して配置された第２の溝を有するボトムシャーシと、
　前記ボトムシャーシの第２の溝に配置され、前記光源モジュールとボトムシャーシとの
間に配置された弾性部材とを備え、
　前記弾性部材は、前記光源モジュールの下側に配置された放熱板と、前記放熱板の下側
に配置され前記第２の溝の底面上に配置された金属弾性体と、を含み、
　前記放熱板の上部面と前記基板の下部面は傾斜面であって、互いに接触し、
　前記放熱板は前記光源に隣接するほど厚さが厚く、前記基板は前記光源から遠ざかるほ
ど厚さが厚い、照明システム。
【請求項２】
　前記弾性部材は、
　前記第２の溝の底面上に配置された下部板と、
　前記光源モジュールの下側に配置された上部板と、
　前記下部板と上部板の端を連結し、曲面を有する連結部と
を備える、請求項１に記載の照明システム。
【請求項３】
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　前記弾性部材は熱伝導性非発泡弾性体である、請求項１又は２に記載の照明システム。
【請求項４】
　前記弾性部材は、
　前記第２の溝の底面に形成された熱伝導性非発泡弾性接着剤と、
　前記熱伝導性非発泡弾性接着剤上に形成され、前記第２の溝内に配置された熱伝導性非
発泡弾性体と
を備える、請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の照明システム。
【請求項５】
　前記放熱板の幅は前記光源モジュールの幅と同一である、請求項１乃至請求項４のいず
れかに記載の照明システム。
【請求項６】
　前記放熱板の上部面は、前記光源モジュールの下側に配置され、前記第２の溝の外部に
位置する、請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の照明システム。
【請求項７】
　前記放熱板の上部面と前記基板の下部面は、凹凸パターンを有する傾斜面である、請求
項１乃至請求項６のいずれかに記載の照明システム。
【請求項８】
　前記放熱板の上部面と前記基板の下部面は、一部表面に凹凸パターンを有する傾斜面で
あって、前記凹凸パターンは、前記光源モジュールの光源に対応するように配置されてい
る、請求項１乃至請求項７のいずれかに記載の照明システム。
【請求項９】
　前記放熱板の下部面には少なくとも１つの第３の溝が形成され、前記金属弾性体は前記
第３の溝の底面と前記第２の溝の底面に接触する、請求項１乃至請求項８のいずれかに記
載の照明システム。
【請求項１０】
　前記金属弾性体はスプリングである、請求項１乃至請求項９のいずれかに記載の照明シ
ステム。
【請求項１１】
　前記下部板の厚さは前記上部板の厚さと異なる、請求項２に記載の照明システム。
【請求項１２】
　前記連結部は前記下部板及び上部板と異なる物質である、請求項２又は１１に記載の照
明システム。
【請求項１３】
　前記弾性部材の高さは、前記第２の溝の高さより高いか、又は前記第２の溝の高さと同
一である、請求項１乃至請求項１２のいずれかに記載の照明システム。
【請求項１４】
　前記弾性部材の幅は前記第２の溝の幅より小さい、請求項１乃至請求項１３のいずれか
に記載の照明システム。
【請求項１５】
　前記第２の溝の幅は前記光源モジュールの幅より小さい、請求項１乃至請求項１４のい
ずれかに記載の照明システム。
【請求項１６】
　前記第２の溝の幅は前記光源モジュールの幅より大きい、請求項１乃至請求項１５のい
ずれかに記載の照明システム。
【請求項１７】
　前記基板は前記第１の溝の外部に突出する、請求項１乃至請求項１６のいずれかに記載
の照明システム。
【請求項１８】
　前記導光板と前記ボトムシャーシは互いに離隔して配置され、前記第１の溝と前記第２
の溝は互いに重畳されている、請求項１乃至請求項１７のいずれかに記載の照明システム
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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は、バックライトユニット及びそれを用いたディスプレイ装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、代表的な大型ディスプレイ装置としては、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）などが
ある。
【０００３】
　自発光方式のＰＤＰとは異なって、ＬＣＤには、自体的な発光素子の不在のため別途の
バックライトユニットが必ず必要である。
【０００４】
　ＬＣＤに使用されるバックライトユニットは、光源の位置によってエッジ（ｅｄｇｅ）
方式のバックライトユニットと直下方式のバックライトユニットに区分されるが、エッジ
方式では、ＬＣＤパネルの左右側面又は上下側面に光源を配置し、導光板を用いて光を全
面に均一に分散させるので、光の均一性が良く、パネル厚さの超薄型化が可能である。
【０００５】
　直下方式は、通常２０インチ以上のディスプレイに使用される技術であって、パネルの
下部に複数の光源を配置するので、エッジ方式に比べて光効率に優れるという長所を有し
、高輝度を要求する大型ディスプレイに主に使用される。
【０００６】
　既存のエッジ方式や直下方式のバックライトユニットの光源としては、ＣＣＦＬ（Ｃｏ
ｌｄ　Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｌａｍｐ）を用いた。
【０００７】
　しかし、ＣＣＦＬを用いたバックライトユニットでは、常にＣＣＦＬに電源が印加され
るので、相当量の電力消耗をもたらし、ＣＲＴに比べて約７０％水準の色再現率、水銀の
添加による環境汚染問題などが短所として指摘されている。
【０００８】
　前記問題を解消するための代替品として、現在、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎ
ｇ　ｄｉｏｄｅ）を用いたバックライトユニットに対する研究が活発に行われている。
【０００９】
　ＬＥＤをバックライトユニットに使用する場合、ＬＥＤアレイの部分的なオン／オフが
可能であり、消耗電力を画期的に減少させることができ、ＲＧＢ　ＬＥＤの場合、ＮＴＳ
Ｃ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）色
再現範囲仕様の１００％を上回り、より生々しい画質を消費者に提供することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の実施例は、光源モジュールとボトムシャーシとの間に弾性部材を配置すること
によって、光源モジュールで発生する熱を効果的に放出できるバックライトユニット及び
それを用いたディスプレイ装置を提供しようとする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一実施例は、第１の溝を有する導光板と、第１の溝に配置された光源モジュー
ルと、第１の溝に対応して配置された第２の溝を有するボトムシャーシと、ボトムシャー
シの第２の溝に配置され、光源モジュールとボトムシャーシとの間に配置された弾性部材
とを備えることができる。
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【００１２】
　ここで、弾性部材の高さは、第２の溝の高さより高いか、又は第２の溝の高さと同一で
あり得る。
【００１３】
　そして、弾性部材の幅は、第２の溝の幅より小さくなり得る。
【００１４】
　そして、弾性部材は、第２の溝の底面上に配置された下部板と、光源モジュールの下側
に配置された上部板と、下部板と上部板の端を連結し、曲面を有する連結部とを備えるこ
とができる。
【００１５】
　このとき、下部板の厚さは上部板の厚さと異なり得る。また、連結部は下部板及び上部
板と異なる物質であり得る。
【００１６】
　そして、第２の溝の幅は、光源モジュールの幅より小さくてもよく、光源モジュールの
幅より大きくてもよい。
【００１７】
　そして、弾性部材は、光源モジュールの下側に配置される放熱板と、放熱板の下側に配
置され、第２の溝の底面上に配置される金属弾性体とを含むことができる。
【００１８】
　ここで、放熱板の幅は光源モジュールの幅と同一であり、放熱板の上部面は、光源モジ
ュールの下側に配置され、第２の溝の外部に位置することができる。
【００１９】
　そして、放熱板の上部面と光源モジュールの下部面は、平面又は傾斜面であり、互いに
接触することができる。また、放熱板の上部面と光源モジュールの下部面は、凹凸パター
ンを有する平面又は傾斜面であり、互いに接触することもできる。
【００２０】
　また、放熱板の上部面と光源モジュールの下部面は、一部の表面に凹凸パターンを有す
る平面又は傾斜面であり、凹凸パターンは、光源モジュールの光源に対応するように配置
することもできる。
【００２１】
　そして、放熱板の下部面には少なくとも１つの第３の溝が形成され、金属弾性体は、第
３の溝の底面と第２の溝の底面に接触することができ、金属弾性体はスプリングであり得
る。
【００２２】
　そして、弾性部材は、熱伝導性非発泡弾性体であり得るが、熱伝導性非発泡弾性体は、
熱伝導性パウダーが含まれたシリコンゴム又は熱伝導性パウダーが含まれた合成ゴムであ
り得る。
【００２３】
　そして、弾性部材は、第２の溝の底面に形成された熱伝導性非発泡弾性接着剤と、熱伝
導性非発泡弾性接着剤上に形成され、第２の溝内に配置された熱伝導性非発泡弾性体とを
備えることができる。
【００２４】
　また、弾性部材は、第２の溝の底面に形成された第１の熱伝導性非発泡弾性接着剤と、
第１の熱伝導性非発泡弾性接着剤上に形成され、第２の溝内に配置された熱伝導性非発泡
弾性体と、熱伝導性非発泡弾性体上に形成され、第２の溝内に配置される第２の熱伝導性
非発泡弾性接着剤と、第２の熱伝導性非発泡弾性接着剤上に形成され、第２の溝の外部に
配置された金属板とを備えることができる。
【００２５】
　ここで、金属板と第２の熱伝導性非発泡弾性接着剤との間に形成され、第２の溝内に配
置された熱伝導性ポリマーフィルムをさらに備えることもできる。
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【００２６】
　そして、光源モジュールは、基板と、基板上に配列された少なくとも１つの光源とを備
え、基板は第１の溝の外部に突出することができる。
【００２７】
　そして、導光板とボトムシャーシは互いに離隔して配置され、第１の溝と第２の溝は互
いに重畳し得る。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の一実施例によると、光源モジュールとボトムシャーシとの間に弾性部材を配置
することによって、光源モジュールで発生する熱を効果的に放出できるバックライトユニ
ット及びそれを用いたディスプレイ装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一実施例に係るバックライトユニットを示す断面図である。
【図２】第１の実施例に係る弾性部材を示す断面図である。
【図３Ａ】弾性部材に接触する光源モジュールを示す断面図である。
【図３Ｂ】弾性部材に接触する光源モジュールを示す断面図である。
【図４】弾性部材と第２の溝の高さが同一である実施例を示す図である。
【図５】図４の弾性部材に接触した光源モジュールを示す図である。
【図６】第２の実施例に係る弾性部材を示す断面図である。
【図７】傾斜面を有する弾性部材を示す断面図である。
【図８Ａ】凹凸パターンを有する弾性部材を示す断面図である。
【図８Ｂ】凹凸パターンを有する弾性部材を示す断面図である。
【図９Ａ】一部に凹凸パターンを有する弾性部材を示す断面図である。
【図９Ｂ】一部に凹凸パターンを有する弾性部材を示す断面図である。
【図１０】溝を有する弾性部材を示す断面図である。
【図１１】第３の実施例に係る弾性部材を示す断面図である。
【図１２】第３の実施例に係る弾性部材を示す断面図である。
【図１３】第３の実施例に係る弾性部材を示す断面図である。
【図１４】第３の実施例に係る弾性部材を示す断面図である。
【図１５】導光板とボトムシャーシとの間隔を示す断面図である。
【図１６Ａ】導光板の第１の溝とボトムシャーシの第２の溝の位置関係を説明するための
図である。
【図１６Ｂ】導光板の第１の溝とボトムシャーシの第２の溝の位置関係を説明するための
図である。
【図１６Ｃ】導光板の第１の溝とボトムシャーシの第２の溝の位置関係を説明するための
図である。
【図１７】本発明の一実施例に係るバックライトユニットを有するディスプレイモジュー
ルを示す図である。
【図１８】本発明の一実施例に係るディスプレイ装置を示した図である。
【図１９】本発明の一実施例に係るディスプレイ装置を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、各実施例を添付の図面を参照して説明する。
【００３１】
　本発明の実施例の説明において、各構成要素の「上又は下」に形成されると記載される
場合において、上又は下は、二つの構成要素が互いに直接接触したり、一つ以上の他の構
成要素が前記二つの構成要素の間に配置されて形成されることを全て含む。
【００３２】
　また、「上又は下」と表現される場合、一つの構成要素を基準にして上側方向のみなら
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ず、下側方向の意味も含むことができる。
【００３３】
　図１は、本発明の一実施例に係るバックライトユニットを示す断面図である。
【００３４】
　図１に示すように、バックライトユニットは、第１の溝２４を有する導光板２０、リフ
レクタ３０、光学部材４０及び光源モジュール５０を備えることができる。
【００３５】
　そして、バックライトユニットは、トップシャーシ６０、第２の溝７２を有するボトム
シャーシ１０及びパネルガイドモジュール８０をさらに備えることができる。
【００３６】
　ここで、パネルガイドモジュール８０はディスプレイパネル９０を支持することができ
、トップシャーシ６０はパネルガイドモジュール８０及びボトムシャーシ１０に連結する
ことができる。
【００３７】
　そして、ボトムシャーシ１０には少なくとも１つの第２の溝７２が配置されるが、第２
の溝７２は、導光板２０の第１の溝２４に対応するように配置することができる。
【００３８】
　ここで、第２の溝７２は、断面が三角形状、四角形状、台形状などの多角形状及び曲面
を有する半球状を有することができる。
【００３９】
　そして、ボトムシャーシ１０の第２の溝７２には弾性部材７０が配置され、弾性部材７
０は、光源モジュール５０とボトムシャーシ１０との間に位置し、光源モジュール５０及
びボトムシャーシ１０のうちの少なくとも１つに接触し得る。
【００４０】
　ここで、弾性部材７０は、熱伝導性物質を含み、光源モジュール５０で発生する熱をボ
トムシャーシ１０を通して外部に放出できるように熱を伝導する役割をすることができる
。
【００４１】
　また、弾性部材７０の高さは、第２の溝７２の高さよりと高いか、又は第２の溝７２の
高さと同一であり、弾性部材７０の幅は第２の溝７２の幅より小さくなり得る。
【００４２】
　そして、弾性部材７０は、熱伝導性に優れた金属であり、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金
（Ａｕ）、アルミニウム（Ａｌ）などからなり得る。
【００４３】
　そして、導光板２０の下部面には少なくとも一つの第１の溝２４を形成することができ
、導光板２０の第１の溝２４の断面は三角形状、四角形状、台形状などの多角形状を有す
ることができる。
【００４４】
　場合に応じて、導光板２０の第１の溝２４の断面形状が台形状である場合、互いに対向
する第１及び第２の側面のうち、第１の溝２４の第１の側面は第１の溝２４の底面に対し
て垂直であり、第１の溝２４の第２の側面は第１の溝２４の底面に対して傾斜し得る。
【００４５】
　また、導光板２０の第１の溝２４の断面形状が台形状である場合、互いに対向する第１
及び第２の側面は第１の溝２４の底面に対して傾斜し、第１の溝２４の第１の側面と底面
との間の傾斜角は第１の溝２４の第２の側面と底面との間の傾斜角より小さくてもよい。
【００４６】
　場合に応じて、導光板２０の第１の溝２４の断面形状が三角形状である場合、互いに対
向する第１及び第２の側面間の角度は約３０～１２０度であり得る。
【００４７】
　そして、導光板２０の第１の溝２４の高さと導光板２０の全体厚さとの比率は約０.３
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～０.７：１であり得る。
【００４８】
　また、導光板２０は、ＰＭＭＡ（Ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ）な
どのアクリル樹脂系列、ＰＥＴ（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈｌａｔｅ
）、ＣＯＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｏｌｅｆｉｎ　Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒｓ）、ＰＥＮ（ｐｏｌｙ
ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｎａｐｈｔｈａｌａｔｅ）、ＰＣ（Ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ）、
ＰＳ（Ｐｏｌｙｓｔｙｒｅｎｅ）、及びＭＳ（Ｍａｔｈａｃｙｌａｔｅ　ｓｔｙｒｅｎｅ
）樹脂のうちいずれか一つであり得る。
【００４９】
　そして、光源モジュール５０は、導光板２０の第１の溝２４に配置することができる。
【００５０】
　ここで、光源モジュール５０は、基板５４と、基板５４上に配置された少なくとも１つ
の光源５２とを備えることができるが、基板５４と光源５２を全て導光板２０の第１の溝
２４の内部に配置することもできる。
【００５１】
　場合に応じて、基板５４は導光板２０の第１の溝２４の外部に配置し、光源５２は導光
板２０の第１の溝２４の内部に配置することもできる。
【００５２】
　このような基板５４には、光源５２に電気的に連結するための電極パターンを形成する
ことができ、基板５４は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ガラス、ポリカーボ
ネート（ＰＣ）、シリコン（Ｓｉ）から選択されたいずれか一つの物質からなるＰＣＢ（
Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ）基板であってもよく、フィルム状に形成
されてもよい。
【００５３】
　また、基板５４としては、単層ＰＣＢ、多層ＰＣＢ、セラミック基板、メタルコアＰＣ
Ｂなどを選択的に使用することができる。
【００５４】
　そして、光源５２は、基板５４上に少なくとも一つ配置できるが、光源５２は側面発光
型（ｓｉｄｅ　ｖｉｅｗ　ｔｙｐｅ）発光ダイオードであってもよい。
【００５５】
　場合に応じて、光源５２は、上面発光型（ｔｏｐ　ｖｉｅｗ　ｔｙｐｅ）発光ダイオー
ドであってもよい。
【００５６】
　このように、光源５２は発光ダイオードチップ（ＬＥＤ　ｃｈｉｐ）であり、発光ダイ
オードチップは、ブルーＬＥＤチップ又は紫外線ＬＥＤチップで構成したり、又は、レッ
ドＬＥＤチップ、グリーンＬＥＤチップ、ブルーＬＥＤチップ、イエローグリーンＬＥＤ
チップ、ホワイトＬＥＤチップのうち少なくとも一つ又はそれ以上を組み合わせたパッケ
ージ形態で構成することもできる。
【００５７】
　ここで、ホワイトＬＥＤは、ブルーＬＥＤ上にイエローリン光（Ｙｅｌｌｏｗ　ｐｈｏ
ｓｐｈｏｒ）を結合したり、ブルーＬＥＤ上にレッドリン光（Ｒｅｄ　ｐｈｏｓｐｈｏｒ
）とグリーンリン光（Ｇｒｅｅｎ　ｐｈｏｓｐｈｏｒ）を同時に使用して具現することが
でき、ブルーＬＥＤ上にイエローリン光（Ｙｅｌｌｏｗ　ｐｈｏｓｐｈｏｒ）、レッドリ
ン光（Ｒｅｄ　ｐｈｏｓｐｈｏｒ）及びグリーンリン光（Ｇｒｅｅｎ　ｐｈｏｓｐｈｏｒ
）を同時に使用して具現することもできる。
【００５８】
　そして、リフレクタ３０は導光板２０の下部面に配置することができる。
【００５９】
　すなわち、リフレクタ３０は、導光板２０とボトムシャーシ１０との間に配置できるが
、導光板２０の下部面から側面まで延長して形成することができる。
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【００６０】
　ここで、リフレクタ３０は、光源モジュール５０の基板５４の下部には形成しないが、
場合に応じては、光源モジュール５０の基板５４の下部に形成することもできる。
【００６１】
　そして、リフレクタ３０は、導光板２０の第１の溝２４の側面及び第１の溝２４の底面
のうちの少なくとも１つに形成することもできる。
【００６２】
　ここで、リフレクタ３０は、金属又は金属酸化物のうちの少なくとも１つを含むことが
でき、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）、金（Ａｕ）又は二酸化チタン（Ｔｉ
Ｏ２）のように高い反射率を有する金属又は金属酸化物を含んで構成することができる。
【００６３】
　そして、光学部材４０は導光板２０の上部面に配置することができる。
【００６４】
　ここで、光学部材４０は、導光板２０を通して出射される光を拡散させるためのもので
あって、拡散効果を増加させるために上部表面に凹凸パターンを形成することができる。
【００６５】
　また、光学部材４０は多層で形成することができ、凹凸パターンは最上層又はいずれか
１つの層の表面に備えることができる。
【００６６】
　そして、凹凸パターンは、光源モジュール５０に沿って配置されるストライプ状を有す
ることができる。
【００６７】
　このとき、凹凸パターンは光学部材４０の表面に突出部を有し、突出部は互いに対向す
る第１の面及び第２の面を含んで構成され、第１の面と第２の面との間の角は鈍角又は鋭
角であり得る。
【００６８】
　場合に応じて、光学部材４０は、少なくとも１つのシートからなるが、拡散シート、プ
リズムシート、輝度強化シートなどを選択的に含むことができる。
【００６９】
　ここで、拡散シートは光源から出射された光を拡散させ、プリズムシートは拡散された
光を発光領域にガイドし、輝度拡散シートは輝度を強化させる。
【００７０】
　図２は、第１の実施例に係る弾性部材を示す断面図である。
【００７１】
　図２に示すように、弾性部材７０は、ボトムシャーシ１０に形成される第２の溝７２に
配置できるが、弾性部材７０は、外部の力によって収縮されてから、外部の力が除去され
ると復元できる弾性力を有する多様な形状に製作することができる。
【００７２】
　例えば、弾性部材７０は、下部板７０ｆ、上部板７０ｅ、及び上部板７０ｅと下部板７
０ｆを連結する連結部７０ｇを含む「コ」字状を有することもできる。
【００７３】
　ここで、下部板７０ｆは第２の溝７２の底面の上に配置することができ、上部板７０ｅ
は光源モジュールの下側に配置することができる。
【００７４】
　そして、連結部７０ｇは、下部板７０ｆと上部板７０ｅの端を連結するが、曲面状を有
することができる。
【００７５】
　曲面状を有する連結部７０ｇは、上部板７０ｅを押す外力が除去される場合、上部板７
０ｅを再び復元する役割を構造的に行うことができる。
【００７６】



(9) JP 5999917 B2 2016.9.28

10

20

30

40

50

　このとき、下部板７０ｆの厚さｔ２と上部板７０ｅの厚さｔ１は同一であるが、場合に
応じて互いに異なってもよい。
【００７７】
　例えば、上部板７０ｅの厚さｔ１は、下部板７０ｆの厚さｔ２より厚くなり得る。
【００７８】
　その理由は、上部板７０ｅが光源モジュールに直接接触するので、多くの熱を迅速に放
出できるためである。
【００７９】
　このように、弾性部材７０は、光源モジュールで発生する熱をボトムシャーシを通して
外部に放出できるように熱を伝導する熱伝導性物質を含むことができる。
【００８０】
　例えば、弾性部材７０は、熱伝導性に優れた金属である銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（
Ａｕ）、アルミニウム（Ａｌ）などからなり得る。
【００８１】
　場合に応じて、弾性部材７０の連結部７０ｇは、下部板７０ｆ及び上部板７０ｅと異な
る物質からなることもある。
【００８２】
　その理由は、上部板７０ｅと下部板７０ｆの場合は、熱伝導性に優れた金属物質からな
り得るが、連結部７０ｇの場合は、熱伝導性のみならず、弾性力にも優れた金属又は合金
物質からなることもあるためである。
【００８３】
　また、弾性部材７０の高さＨ２は、第２の溝Ｈ２の高さＨ１より高くなり得る。
【００８４】
　場合に応じて、弾性部材７０の高さＨ２は、第２の溝７２の高さＨ１と同一であっても
よい。
【００８５】
　そして、弾性部材７０の幅Ｗ２は、第２の溝７２の幅Ｗ１より小さく、場合に応じては
、弾性部材７０の幅Ｗ２は、第２の溝７２の幅Ｗ１と同一であってもよい。
【００８６】
　図３Ａ及び図３Ｂは、弾性部材に接触する光源モジュールを示す断面図である。
【００８７】
　図３Ａに示すように、ボトムシャーシ１０に第２の溝７２を形成し、第２の溝７２に弾
性部材７０を配置することができる。
【００８８】
　そして、光源モジュール５０は、基板５４と、基板５４上に配列された少なくとも１つ
の光源５２とを備えるが、光源モジュール５０の基板５４は、弾性部材７０の上部面上に
配置し、場合に応じて弾性部材７０の上部面に接触して配置することができる。
【００８９】
　このように、弾性部材７０の下部面は第２の溝７２の底面であるボトムシャーシ１０上
に配置し、弾性部材７０の上部面は光源モジュール５０の基板５４の下部面の下側に配置
することができる。
【００９０】
　ここで、第２の溝７２の幅Ｗ１は、光源モジュール５０の基板５４の幅Ｗ３より小さく
なり得る。
【００９１】
　この場合、導光板の熱膨張により、光源モジュール５０はボトムシャーシ１０の第２の
溝７２の方向に力を加えるようになり、これによって弾性部材７０が収縮され、光源モジ
ュール５０の基板５４の下部面はボトムシャーシ１０の表面に接触し得る。
【００９２】
　したがって、光源モジュール５０の光源５２で発生した熱は、基板５４、弾性部材７０
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及びボトムシャーシ１０を経て外部に放出したり、又は基板５４及びボトムシャーシ１０
に直ぐ放出することもできる。
【００９３】
　そして、図３Ｂに示すように、弾性部材７０の下部面は、第２の溝７２の底面であるボ
トムシャーシ１０上に配置又は接触し、弾性部材７０の上部面は、光源モジュール５０の
基板５４の下部面の下側に配置又は接触することができる。
【００９４】
　ここで、第２の溝７２の幅Ｗ１は、光源モジュール５０の基板５４の幅Ｗ３より大きく
なり得る。
【００９５】
　この場合、導光板の熱膨張により、光源モジュール５０はボトムシャーシ１０の第２の
溝７２の方向に力を加えるようになり、これによって弾性部材７０が収縮され、光源モジ
ュール５０の基板５４の側面はボトムシャーシ１０の側面に接触し得る。
【００９６】
　したがって、光源モジュール５０の光源５２で発生した熱は、基板５４、弾性部材７０
及びボトムシャーシ１０を経て外部に放出したり、又は基板５４及びボトムシャーシ１０
に直ぐ放出することもできる。
【００９７】
　図４は、弾性部材と第２の溝の高さが同一である実施例を示す図で、図５は、図４の弾
性部材に接触した光源モジュールを示す図である。
【００９８】
　図４に示すように、弾性部材７０の高さＨ２は、ボトムシャーシ１０に形成された第２
の溝７２の高さＨ１と同一であってもよい。
【００９９】
　場合に応じて、弾性部材７０の高さＨ２は、第２の溝７２の高さＨ１より低くてもよい
。
【０１００】
　このように、弾性部材７０の高さＨ２が第２の溝７２の高さＨ１と同一であるか、又は
第２の溝７２の高さＨ１より低い場合、光源モジュール５０の幅Ｗ３は、第２の溝７２の
幅Ｗ１より小さくなり得る。
【０１０１】
　すなわち、図５に示すように、弾性部材７０の下部面は、第２の溝７２の底面であるボ
トムシャーシ１０上に配置又は接触し、弾性部材７０の上部面は、光源モジュール５０の
基板５４の下部面の下側に配置又は接触し得る。
【０１０２】
　ここで、第２の溝７２の幅Ｗ１は、光源モジュール５０の基板５４の幅Ｗ３より大きく
なり得る。
【０１０３】
　この場合、導光板の熱膨張により、光源モジュール５０は、ボトムシャーシ１０の第２
の溝７２の方向に力を加えるようになり、これによって弾性部材７０が収縮され、光源モ
ジュール５０の基板５４の側面はボトムシャーシ１０の側面に接触し得る。
【０１０４】
　したがって、光源モジュール５０の光源５２で発生した熱は、基板５４、弾性部材７０
及びボトムシャーシ１０を経て外部に放出したり、又は基板５４及びボトムシャーシ１０
に直ぐ放出することもできる。
【０１０５】
　図６は、第２の実施例に係る弾性部材を示す断面図である。
【０１０６】
　図６に示すように、弾性部材７０は、ボトムシャーシ１０に形成される第２の溝７２に
配置できるが、弾性部材７０は、外部の力によって収縮されてから、外部の力が除去され
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ると復元できる弾性力を有する多様な形状に製作することができる。
【０１０７】
　例えば、弾性部材７０は、放熱板７０ａ及び金属弾性体７０ｂからなり得る。
【０１０８】
　ここで、放熱板７０ａは、光源モジュール５０の下側に配置又は接触し、金属弾性体７
０ｂは、放熱板７０ａの下側と第２の溝７２の底面上に配置又は接触し得る。
【０１０９】
　すなわち、弾性部材７０の放熱板７０ａは、上部面が光源モジュール５０の基板５４の
下部面の下側に配置又は接触し、下部面が金属弾性体７０ｂと接触し得る。
【０１１０】
　そして、弾性部材７０の放熱板７０ａの幅Ｗ２は、光源モジュール５０の基板５４の幅
Ｗ３と同一であってもよく、ボトムシャーシ１０の第２の溝７２の幅Ｗ１より小さくても
よい。
【０１１１】
　このとき、放熱板７０ａの上部面は、光源モジュール５０の基板５４の下側に配置又は
接触し、第２の溝７２の外部に位置することができる。
【０１１２】
　そして、金属弾性体７０ｂは、放熱板７０ａとボトムシャーシ１０に接触し、第２の溝
７２の内部に位置することができる。
【０１１３】
　ここで、放熱板７０ａ及び金属弾性体７０ｂは、熱伝導性に優れた金属であるＡｇ、Ｃ
ｕ、Ａｕ、Ａｌなどからなり得る。
【０１１４】
　場合に応じて、金属弾性体７０ｂは、スプリングなどのように弾性に優れた構造で形成
することができ、放熱板７０ａと異なる物質からなることもある。
【０１１５】
　その理由は、放熱板７０ａの場合、熱伝導性に優れた金属物質からなり得るが、金属弾
性体７０ｂの場合、熱伝導性のみならず、弾性力にも優れた金属又は合金物質からなり得
るためである。
【０１１６】
　この場合、導光板の熱膨張により、光源モジュール５０は、ボトムシャーシ１０の第２
の溝７２の方向に力を加えるようになり、これによって弾性部材７０が収縮され、光源モ
ジュール５０の基板５４の側面はボトムシャーシ１０の側面に接触し得る。
【０１１７】
　したがって、光源モジュール５０の光源５２で発生した熱は、基板５４、弾性部材７０
及びボトムシャーシ１０を経て外部に放出したり、又は基板５４及びボトムシャーシ１０
に直ぐ放出することもできる。
【０１１８】
　図７は、傾斜面を有する弾性部材を示す断面図である。
【０１１９】
　図７に示すように、弾性部材７０は、ボトムシャーシ１０に形成された第２の溝７２に
配置できるが、弾性部材７０は、放熱板７０ａ及び金属弾性体７０ｂからなり得る。
【０１２０】
　ここで、弾性部材７０の放熱板７０ａは、上部面が光源モジュール５０の基板５４の下
部面の下側に配置又は接触し、下部面が金属弾性体７０ｂと接触し得る。
【０１２１】
　このとき、放熱板７０ａの上部面と光源モジュール５０の基板５４の下部面は傾斜面を
有し、互いに接触し得る。
【０１２２】
　すなわち、放熱板７０ａは、光源５２に隣接するほど厚くなり、基板５４は、光源５２
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から遠ざかるほど厚くなり得る。
【０１２３】
　このように、放熱板７０ａの上部面と光源モジュール５０の基板５４の下部面を傾斜し
て形成する理由は、放熱板７０ａと光源モジュール５０との接触面積を増加させることに
よって、熱放出効率を増加できるためである。
【０１２４】
　また、光源５２に隣接した領域は熱による温度が最も高い領域であるので、光源５２に
隣接した領域の基板５４の厚さを薄くし、放熱板７０ａの厚さを厚くすると、優れた熱放
出効率を示すようになる。
【０１２５】
　図８Ａ及び図８Ｂは、凹凸パターンを有する弾性部材を示す断面図である。
【０１２６】
　図８Ａに示すように、弾性部材７０は、ボトムシャーシ１０に形成される第２の溝７２
に配置できるが、弾性部材７０は、放熱板７０ａ及び金属弾性体７０ｂからなり得る。
【０１２７】
　ここで、弾性部材７０の放熱板７０ａは、上部面が光源モジュール５０の基板５４の下
部面の下側に配置又は接触し、下部面が金属弾性体７０ｂと接触し得る。
【０１２８】
　このとき、放熱板７０ａの上部面と光源モジュール５０の基板５４の下部面は、凹凸パ
ターン７１を有する平面であり、互いに接触し得る。
【０１２９】
　このように、放熱板７０ａの上部面と光源モジュール５０の基板５４の下部面に凹凸パ
ターン７１を形成する理由は、放熱板７０ａと光源モジュール５０との接触面積を増加さ
せることによって、熱放出効率を増加できるためである。
【０１３０】
　また、図８Ｂに示すように、放熱板７０ａの上部面と光源モジュール５０の基板５４の
下部面は、凹凸パターン７１を有する傾斜面であり、互いに接触し得る。
【０１３１】
　このように、放熱板７０ａの上部面と光源モジュール５０の基板５４の下部面を凹凸パ
ターン７１を有する傾斜面に形成すると、放熱板７０ａと光源モジュール５０との接触面
積を図８Ａの実施例の場合よりも増加できるので、熱放出効率をより増加させることがで
きる。
【０１３２】
　また、光源５２に隣接した領域は熱による温度が最も高い領域であるので、光源５２に
隣接した領域の基板５４の厚さを薄くし、放熱板７０ａの厚さを厚くすると、優れた熱放
出効率を示すようになる。
【０１３３】
　図９Ａ及び図９Ｂは、一部に凹凸パターンを有する弾性部材を示す断面図である。
【０１３４】
　図９Ａに示すように、弾性部材７０は、ボトムシャーシ１０に形成される第２の溝７２
に配置できるが、弾性部材７０は、放熱板７０ａ及び金属弾性体７０ｂからなり得る。
【０１３５】
　ここで、弾性部材７０の放熱板７０ａは、上部面が光源モジュール５０の基板５４の下
部面の下側に配置又は接触し、下部面が金属弾性体７０ｂと接触し得る。
【０１３６】
　このとき、放熱板７０ａの上部面は平面で、一部領域に凹凸パターン７１を形成し、光
源モジュール５０の基板５４の下部面は平面で、一部領域に凹凸パターン７１を形成する
ことができる。
【０１３７】
　放熱板７０ａの上部面の一部に形成される凹凸パターン７１と光源モジュール５０の基
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板５４の下部面の一部に形成される凹凸パターン７１は、互いに対向して接触し得る。
【０１３８】
　すなわち、凹凸パターン７１は、基板５４の下部面のうち光源５２に隣接する領域に形
成し、放熱板７０ａの上部面のうち光源５２に隣接する領域に形成することができる。
【０１３９】
　場合に応じて、凹凸パターン７１は、光源５２に対応するように位置することもできる
。
【０１４０】
　その理由は、光源５２に隣接した領域は熱による温度が最も高い領域であるので、基板
５４と放熱板７０ａとの接触面積を増加させることによって、熱を効果的に放出できるた
めである。
【０１４１】
　そして、図９Ｂに示すように、放熱板７０ａの上部面は傾斜面で、一部領域に凹凸パタ
ーン７１を形成し、光源モジュール５０の基板５４の下部面は傾斜面で、一部領域に凹凸
パターン７１を形成することができる。
【０１４２】
　すなわち、凹凸パターン７１は、基板５４の下部面のうち光源５２に隣接する領域に形
成し、放熱板７０ａの上部面のうち光源５２に隣接する領域に形成することができる。
【０１４３】
　このように、放熱板７０ａの上部面と光源モジュール５０の基板５４の下部面が傾斜す
ると同時に、光源５２に隣接する領域に凹凸パターン７１が形成されると、図９Ａの実施
例の場合よりも効果的に熱を放出することができる。
【０１４４】
　図１０は、溝を有する弾性部材を示す断面図である。
【０１４５】
　図１０に示すように、弾性部材７０は、ボトムシャーシ１０に形成される第２の溝７２
に配置できるが、弾性部材７０は、放熱板７０ａ及び金属弾性体７０ｂからなり得る。
【０１４６】
　ここで、弾性部材７０の放熱板７０ａの下部面には、少なくとも一つの第３の溝を形成
することができる。
【０１４７】
　放熱板７０ａの第３の溝は、金属弾性体７０ｂに対応して配置することができる。
【０１４８】
　したがって、弾性部材７０の放熱板７０ａは、上部面が光源モジュール５０の基板５４
の下部面の下側に配置又は接触し、下部面の第３の溝が金属弾性体７０ｂと接触し得る。
【０１４９】
　この場合、金属弾性体７０ｂの一部分は、ボトムシャーシ１０の第２の溝７２の外部に
位置することができる。
【０１５０】
　このように、放熱板７０ａの第３の溝に金属弾性体７０ｂが位置する場合、弾性部材７
０が安定した構造を有するので、信頼性を向上させることができる。
【０１５１】
　図１１～図１４は、第３の実施例に係る弾性部材を示す断面図である。
【０１５２】
　図１１に示すように、弾性部材は、ボトムシャーシ１０に形成される第２の溝に配置で
きるが、弾性部材は、外部の力によって収縮されてから、外部の力が除去されると復元で
きる弾性力を有する多様な形状に製作することができる。
【０１５３】
　例えば、弾性部材は、熱伝導性非発泡弾性体７８からなり得る。
【０１５４】
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　ここで、熱伝導性非発泡弾性体７８は、熱伝導性パウダーが含まれたシリコンゴム又は
熱伝導性パウダーが含まれた合成ゴムであり得る。
【０１５５】
　そして、熱伝導性非発泡弾性体７８は、内部に気孔が形成されていない非発泡弾性物質
であって、熱伝導性パウダーを含むことができる。
【０１５６】
　熱伝導性パウダーは、熱伝導性に優れた金属である銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ
）、アルミニウム（Ａｌ）などであり得る。
【０１５７】
　すなわち、熱伝導性非発泡弾性体７８は、液状のシリコンゴム又は合成ゴムに熱伝導性
パウダーを混合した後、熱硬化することによって製作することができる。
【０１５８】
　このように製作される熱伝導性非発泡弾性体７８は、光源モジュールの基板に接触して
光源モジュールの熱をボトムシャーシ１０に伝達することによって、熱を効率的に放出す
ることができる。
【０１５９】
　また、熱伝導性非発泡弾性体７８は、外部の力によって収縮されてから、外部の力が除
去されると復元できる弾性力を有するので、導光板の熱膨張及び収縮とは関係なく、常に
光源モジュールとの接触を維持することができる。
【０１６０】
　そして、図１２に示すように、弾性部材は、熱伝導性非発泡弾性体７８とボトムシャー
シ１０の第２の溝との間に熱伝導性非発泡弾性接着剤７９をさらに含むこともできる。
【０１６１】
　すなわち、弾性部材は、熱伝導性非発泡弾性接着剤７９及び熱伝導性非発泡弾性体７８
からなり得る。
【０１６２】
　ここで、熱伝導性非発泡弾性接着剤７９は第２の溝の底面に形成し、熱伝導性非発泡弾
性体７８は熱伝導性非発泡弾性接着剤７９上に形成することができる。
【０１６３】
　このとき、熱伝導性非発泡弾性体７８は、ボトムシャーシ１０の第２の溝内に配置する
ことができる。
【０１６４】
　熱伝導性非発泡弾性接着剤７９は、液状のシリコンゴム又は合成ゴムに熱伝導性パウダ
ーを混合したペーストを第２の溝内に形成して熱硬化すると、ペーストが硬化しながら接
着剤に変わる。
【０１６５】
　このように製作される熱伝導性非発泡弾性接着剤７９は、熱伝導性非発泡弾性体７８と
ボトムシャーシ１０との接着を維持するので、優れた信頼性を有する。
【０１６６】
　また、熱伝導性非発泡弾性接着剤７９は、熱伝導性にも優れるので、光源モジュールの
基板に接触した熱伝導性非発泡弾性体７８から伝達される光源モジュールの熱をボトムシ
ャーシ１０に伝達することによって、熱を効率的に放出することができる。
【０１６７】
　そして、図１３に示すように、弾性部材は、ボトムシャーシ１０に形成される第２の溝
に配置できるが、第１の熱伝導性非発泡弾性接着剤７９ａ、熱伝導性非発泡弾性体７８、
第２の熱伝導性非発泡弾性接着剤７９ｂ及び金属板７５を含むことができる。
【０１６８】
　ここで、第１の熱伝導性非発泡弾性接着剤７９ａは第２溝の底面に形成し、熱伝導性非
発泡弾性体７８は第１の熱伝導性非発泡弾性接着剤７９ａ上に形成し、第２の熱伝導性非
発泡弾性接着剤７９ｂは熱伝導性非発泡弾性体７８上に形成し、金属板７５は、第２熱伝
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導性非発泡弾性接着剤７９ｂ上に形成することができる。
【０１６９】
　このとき、第１の熱伝導性非発泡弾性接着剤７９ａ、熱伝導性非発泡弾性体７８及び第
２の熱伝導性非発泡弾性接着剤７９ｂは、ボトムシャーシ１０の第２の溝内に配置し、金
属板７５はボトムシャーシ１０の第２の溝の外部に配置することができる。
【０１７０】
　図１３の実施例は、図１２の実施例に金属板７５をさらに追加したものであって、光源
モジュールが熱伝導性非発泡弾性体７８に直接接触する構造よりも、光源モジュールが金
属板７５に直接接触する構造の方が、優れた熱放出効率を示すようになる。
【０１７１】
　したがって、図１３の実施例は、金属板７５を用いて光源モジュールの熱放出効率を高
め、熱伝導性非発泡弾性体７８を用いて弾性力を高めることができる。
【０１７２】
　ここで、金属板７５は、熱伝導性に優れた金属である銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａ
ｕ）、アルミニウム（Ａｌ）などであり得る。
【０１７３】
　そして、第１の熱伝導性非発泡弾性接着剤７９ａは熱伝導性非発泡弾性体７８とボトム
シャーシ１０との接着を強化でき、第２の熱伝導性非発泡弾性接着剤７９ｂは金属板７５
と熱伝導性非発泡弾性体７８との接着を強化できるので、優れた信頼性を示すようになる
。
【０１７４】
　そして、図１４に示すように、弾性部材は、第２の熱伝導性非発泡弾性接着剤７９ｂと
金属板７５との間に熱伝導性ポリマーフィルム７３をさらに備えることもできる。
【０１７５】
　すなわち、図１４の実施例は、図１３の実施例に熱伝導性ポリマーフィルム７３が追加
された構造である。
【０１７６】
　ここで、熱伝導性ポリマーフィルム７３は、金属板７５と第２の熱伝導性非発泡弾性接
着剤７９ｂとの間に形成し、ボトムシャーシ１０の第２の溝内に配置することができる。
【０１７７】
　このように熱伝導性ポリマーフィルム７３を配置する理由は、金属板７５を通して熱が
第２の熱伝導性非発泡弾性接着剤７９ｂに直接伝達されると、第２の熱伝導性非発泡弾性
接着剤７９ｂが溶融されてボトムシャーシ１０の外部に露出することによって、光源モジ
ュールとの電気的なショート現象が表れるおそれがあるためである。
【０１７８】
　したがって、熱伝導性ポリマーフィルム７３を追加することによって、構造的により安
定した弾性部材を製作することができる。
【０１７９】
　ここで、熱伝導性ポリマーフィルム７３はポリイミドであり得る。
【０１８０】
　図１５は、導光板とボトムシャーシとの間隔を示す断面図である。
【０１８１】
　図１５に示すように、導光板２０の第１の溝とボトムシャーシ１０の第２の溝は互いに
対向するように配置し、導光板２０の第１の溝には光源モジュール５０を配置し、ボトム
シャーシ１０の第２の溝には弾性部材７０を配置することができる。
【０１８２】
　ここで、光源モジュール５０の基板５４は、導光板２０の第１の溝の外部に一部又は全
部露出することができ、光源モジュール５０の光源５２は導光板２０の第１の溝内に位置
することができる。
【０１８３】
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　すなわち、光源モジュール５０の基板５４は、導光板２０の下部面から高さＨ３だけ突
出することができる。
【０１８４】
　このように光源モジュール５０の基板５４が第１の溝の外部に突出する理由は、弾性部
材７０との接触を維持するためである。
【０１８５】
　したがって、このような理由により、導光板２０とボトムシャーシ１０は一定間隔ｄだ
け互いに離隔して配置することができる。
【０１８６】
　ここで、導光板２０の第１の溝とボトムシャーシ１０の第２の溝は互いに重畳し得る。
【０１８７】
　図１６Ａ～図１６Ｃは、導光板の第１の溝とボトムシャーシの第２の溝の位置関係を説
明するための図である。
【０１８８】
　まず、図１６Ａに示すように、導光板２０の第１の溝２４とボトムシャーシ１０の第２
の溝７２は互いに重畳し得る。
【０１８９】
　ここで、導光板２０の第１の溝２４の幅Ｗ１１は、ボトムシャーシ１０の第２の溝７２
の幅Ｗ１より大きくなり得る。
【０１９０】
　したがって、導光板２０の第１の溝２４は、ボトムシャーシ１０の第２の溝７２を完全
にカバーすることができる。
【０１９１】
　そして、図１６Ｂに示すように、導光板２０の第１の溝２４とボトムシャーシ１０の第
２の溝７２は互いに重畳できるが、導光板２０の第１の溝２４の幅Ｗ１１は、ボトムシャ
ーシ１０の第２の溝７２の幅Ｗ１より小さくなり得る。
【０１９２】
　したがって、導光板２０の第１の溝２４は、ボトムシャーシ１０の第２の溝７２の一部
のみをカバーすることができ、完全に重畳することができる。
【０１９３】
　そして、図１６Ｃに示すように、導光板２０の第１の溝２４とボトムシャーシ１０の第
２の溝７２は一部重畳することができる。
【０１９４】
　ここで、導光板２０の第１の溝２４の幅Ｗ１１は、ボトムシャーシ１０の第２の溝７２
の幅Ｗ１と同一であり得る。
【０１９５】
　場合に応じて、導光板２０の第１の溝２４の幅Ｗ１１は、ボトムシャーシ１０の第２の
溝７２の幅Ｗ１より大きくてもよく、ボトムシャーシ１０の第２の溝７２の幅Ｗ１より小
さくてもよい。
【０１９６】
　したがって、導光板２０の第１の溝２４は、ボトムシャーシ１０の第２の溝７２の一部
のみをカバーし、一部のみを重畳することができる。
【０１９７】
　このように、各実施例は、光源モジュールとボトムシャーシとの間に弾性部材を配置す
ることによって、導光板の熱膨張及び収縮による光源モジュールとボトムシャーシとの間
の接触不良を除去し、安定的かつ効果的に熱を放出することができる。
【０１９８】
　したがって、バックライトユニットの信頼性を向上させることができる。
【０１９９】
　図１７は、実施例に係るバックライトユニットを有するディスプレイモジュールを示す
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図である。
【０２００】
　図１７に示すように、ディスプレイモジュール２００は、ディスプレイパネル９０及び
バックライトユニット１００を備えることができる。
【０２０１】
　ディスプレイパネル９０は、互いに対向して均一なセルギャップが維持されるように合
着されたカラーフィルター基板９１とＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏ
ｒ）基板９２を含み、二つの基板９１、９２間に液晶層（図示せず）が介在し得る。
【０２０２】
　カラーフィルター基板９１は、レッド（Ｒ）、グリーン（Ｇ）及びブルー（Ｂ）サブピ
クセルからなる複数のピクセルを備え、光が印加される場合、レッド、グリーン又はブル
ーの色に該当するイメージを発生させることができる。
【０２０３】
　各ピクセルは、レッド、グリーン及びブルーサブピクセルで構成できるが、必ずしもこ
れに限定されることはなく、レッド、グリーン、ブルー及びホワイト（Ｗ）サブピクセル
が一つのピクセルを構成する場合もある。
【０２０４】
　ＴＦＴ基板９２は、各スイッチング素子が形成された素子であって、画素電極（図示せ
ず）をスイッチングすることができる。
【０２０５】
　例えば、共通電極（図示せず）及び画素電極は、外部から印加される所定電圧によって
液晶層の各分子の配列を変化させることができる。
【０２０６】
　液晶層は複数の液晶分子からなっており、各液晶分子の配列は、画素電極と共通電極と
の間に発生した電圧差に相応して変化させる。
【０２０７】
　これによって、バックライトユニット１００から提供される光は、液晶層の分子配列の
変化に相応してカラーフィルター基板９１に入射することができる。
【０２０８】
　そして、ディスプレイパネル９０の上側及び下側にはそれぞれ上部偏光板９３及び下部
偏光板９４を配置することができ、より詳細には、カラーフィルター基板９１の上面に上
部偏光板９３を配置し、ＴＦＴ基板９２の下面に下部偏光板９４を配置することができる
。
【０２０９】
　図面には図示していないが、ディスプレイパネル９０の側面には、ディスプレイパネル
９０を駆動させるための駆動信号を生成するゲート及びデータ駆動部を備えることができ
る。
【０２１０】
　図１７に示すように、ディスプレイモジュール２００は、ディスプレイパネル９０にバ
ックライトユニット１００を密着して配置することによって構成することができる。
【０２１１】
　例えば、バックライトユニット１００は、ディスプレイパネル９０の下側面、より詳細
には、下部偏光板９４に接着して固定することができ、そのために、下部偏光板９４とバ
ックライトユニット１００との間に接着層（図示せず）を形成することができる。
【０２１２】
　このようにバックライトユニット１００をディスプレイパネル９０に密着して形成する
ことによって、ディスプレイ装置の全体厚さを減少させ、外観を改善することができ、バ
ックライトユニット１００を固定するための追加的な構造物が除去され、ディスプレイ装
置の構造及び製造工程を単純化することができる。
【０２１３】
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　また、バックライトユニット１００とディスプレイパネル９０との間の空間を除去する
ことによって、空間への異物の浸透によるディスプレイ装置の誤動作又はディスプレイ映
像の画質低下を防止することができる。
【０２１４】
　図１８及び図１９は、実施例に係るディスプレイ装置を示した図である。
【０２１５】
　まず、図１８に示すように、ディスプレイ装置１は、ディスプレイモジュール２００と
、ディスプレイモジュール２００を取り囲むフロントカバー３００及びバックカバー３５
０と、バックカバー３５０に備えられた駆動部５５０と、駆動部５５０を取り囲む駆動部
カバー４００とを備えて構成することができる。
【０２１６】
　フロントカバー３００は、光を透過させる透明な材質の前面パネル（図示せず）を備え
ることができ、前面パネルは、一定の間隔を置いてディスプレイモジュール２００を保護
し、ディスプレイモジュール２００から放出される光を透過させ、ディスプレイモジュー
ル２００で表示される映像が外部から見えるようにする。
【０２１７】
　また、フロントカバー３００は、窓３００ａのない平板に製作することができる。
【０２１８】
　この場合、フロントカバー３００は、光を透過させる透明な材質、一例として、射出成
形したプラスチックで製作することができる。
【０２１９】
　このようにフロントカバー３００を平板に形成すると、フロントカバー３００からフレ
ームを除去することができる。
【０２２０】
　バックカバー３５０は、フロントカバー３００と結合してディスプレイモジュール２０
０を保護することができる。
【０２２１】
　バックカバー３５０の一面には駆動部５５０を配置することができる。
【０２２２】
　駆動部５５０は、駆動制御部５５０ａ、メインボード５５０ｂ及び電源供給部５５０ｃ
を備えることができる。
【０２２３】
　駆動制御部５５０ａは、タイミングコントローラーとして、ディスプレイモジュール２
００の各ドライバーＩＣの動作タイミングを調節する駆動部であって、メインボード５５
０ｂは、タイミングコントローラーにＶシンク、Ｈシンク及びＲ、Ｇ、Ｂ解像度信号を伝
達する駆動部であって、電源供給部５５０ｃは、ディスプレイモジュール２００に電源を
印加する駆動部であり得る。
【０２２４】
　駆動部５５０は、バックカバー３５０に備えており、駆動部カバー４００によって取り
囲むことができる。
【０２２５】
　バックカバー３５０は、複数のホールを備えており、これらホールによってディスプレ
イモジュール２００と駆動部５５０を連結することができ、ディスプレイ装置１を支持す
るスタンド６００を備えることができる。
【０２２６】
　そして、図１９に示すように、駆動部５５０の駆動制御部５５０ａはバックカバー３５
０に備え、メインボード５５０ｂと電源ボード５５０ｃはスタンド６００に備えることも
できる。
【０２２７】
　そして、駆動部カバー４００は、バックカバー３５０に備えられた駆動部５５０のみを
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【０２２８】
　本実施例では、メインボード５５０ｂと電源ボード５５０ｃをそれぞれ別途に構成した
が、これに限定されることはなく、メインボード５５０ｂと電源ボード５５０ｃを一つの
統合ボードで構成することもできる。
【０２２９】
　更に他の実施例は、上述した各実施例に記載した弾性部材、溝を有する導光板及び光源
モジュールを含む表示装置、指示装置、照明システムで具現することができ、例えば、照
明システムはランプ、街路灯を含むことができる。
【０２３０】
　このような照明システムは、多数のＬＥＤを集束して光を得る照明灯として使用できる
ものであって、特に、建物の天井や壁体内に埋め込まれ、シェードの開口部側が露出する
ように装着できるようにする埋込灯（ダウンライト）として用いることができる。
【０２３１】
　このように、各実施例は、光源モジュールとボトムシャーシとの間に弾性部材を配置す
ることによって、導光板の熱膨張及び収縮による光源モジュールとボトムシャーシとの間
の接触不良を除去し、安定的かつ効果的に熱を放出することができる。
【０２３２】
　したがって、バックライトユニットの信頼性を向上させることができる。
【符号の説明】
【０２３３】
　１０　ボトムシャーシ
　２０　導光板
　３０　リフレクタ
　４０　光学部材
　５０　光源モジュール
　６０　トップシャーシ
　７０　弾性部材
　８０　パネルガイドモジュール
　９０　ディスプレイパネル
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